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(57)【要約】
【課題】圧接時の有機ＥＬ素子の損傷を抑制するととも
に、圧接及び硬化に要する時間を短縮し、段取り替えが
容易な有機ＥＬパネルの製造方法及び有機ＥＬパネルの
封止装置を提供することを目的とする。
【解決手段】有機ＥＬパネルの製造方法は、素子の位置
に相対する封止基板の位置に、充填剤、吸湿剤、シール
剤、及び固定剤を塗布する塗布工程と、素子基板及び封
止基板を位置合わせする位置合わせ工程と、封止基板を
加熱する加熱工程と、充填剤などに内包される気体を除
く脱泡工程と、一対の定盤により素子基板と封止基板と
を圧接する圧接工程と、圧接された素子基板及び封止基
板の周囲を大気圧環境にするガス導入工程と、スポット
型紫外線ランプにより固定剤に紫外線を照射し、素子基
板と封止基板とを仮固定する仮固定工程と、シール剤に
紫外線を照射し、シール剤を硬化させるシール硬化工程
と、を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機ＥＬ素子が形成された素子基板と、平坦な封止基板との間に、封止層を隙間無く介
在させた有機ＥＬパネルの製造方法において、
　水分が所定量を下回る不活性環境下で、前記有機ＥＬ素子の位置に相対する前記封止基
板の位置に、充填剤、吸湿剤、前記充填剤及び吸湿剤を囲うように配置される紫外線硬化
型樹脂であるシール剤、及び紫外線硬化型樹脂である固定剤を、それぞれ独立に塗布する
塗布工程と、
　前記素子基板及び前記封止基板を貼り合せ室に搬入し、前記素子基板と前記封止基板と
を隔離した位置で位置合わせする位置合わせ工程と、
　前記充填剤、前記吸湿剤、前記シール剤、及び前記固定剤を塗布された封止基板を加熱
する加熱工程と、
　前記貼り合せ室内を真空とし、前記充填剤、前記吸湿剤、前記シール剤、及び前記固定
剤に内包される気体を除く脱泡工程と、
　一対の定盤で前記素子基板及び前記封止基板を挟み、前記一対の定盤により所定の荷重
を加えて前記素子基板と前記封止基板とを圧接し、前記シール剤で囲われた内部が前記充
填材及び吸湿剤で満たされるよう荷重を制御して、前記素子基板と前記封止基板との間に
所定の厚さの封止層を形成する圧接工程と、
　前記貼り合せ室内に不活性ガスを導入し、圧接された前記素子基板及び前記封止基板の
周囲を大気圧環境にするガス導入工程と、
　スポット型紫外線ランプにより、前記定盤の裏面側から前記固定剤に紫外線を照射し、
前記固定剤を硬化させて前記素子基板と前記封止基板とを仮固定する仮固定工程と、
　前記仮固定工程にて仮固定された基板に塗布された前記シール剤に紫外線を照射し、前
記シール剤を硬化させるシール硬化工程と、
を含む有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項２】
　前記貼り合せ室内に不活性ガスを導入し、前記充填剤、前記吸湿剤、前記シール剤、及
び前記固定剤の発泡を無くすよう前記封止装置内の圧力を５０Ｐａ以上５００Ｐａ以下に
調整する圧力調整工程を含み、前記圧力調整工程の後、圧接工程を行う請求項１に記載の
有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項３】
　前記塗布工程において、
　前記吸湿剤として、樹脂または高粘度オイルに、粒径４μｍ以下のゼオライトまたは酸
化カルシウムを１０重量％以上５０重量％以下で含み、且つ、室温における粘度が１０Ｐ
ａ・ｓ以上１００Ｐａ・ｓである吸湿剤を用いる請求項１または請求項２に記載の有機Ｅ
Ｌパネルの製造方法。
【請求項４】
　前記塗布工程において、
　室温における粘度が１０Ｐａ・ｓ以上１００Ｐａ・ｓである充填剤を、平行に間隔を隔
てた断続直線状、または、等間隔螺旋状に塗布する請求項１乃至請求項３のいずれかに記
載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項５】
　前記塗布工程において、
　前記充填剤の塗布径の直径Ｒと、塗布ピッチＰとの延伸比Ｐ／Ｒが８以上３２以下の範
囲内になるよう、前記充填剤を塗布する請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の有機Ｅ
Ｌパネルの製造方法。
【請求項６】
　前記塗布工程において、
　圧接後の延伸幅が、前記シール剤の内周端から前記有機ＥＬ素子の発光外周端までの間
隔以内になる位置に、前記吸湿剤を塗布する請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の有
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機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項７】
　前記塗布工程において、前記充填剤として吸湿剤を用いる請求項１乃至請求項５のいず
れかに記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項８】
　前記塗布工程において、１０μｍ以上１００μｍ以下のスペーサーを含有する紫外線硬
化型エポキシ樹脂からなるシール剤を、前記有機ＥＬ素子の発光面の外周を囲むように塗
布し、前記圧接工程における前記素子基板と前記封止基板との間隔を規定する請求項１乃
至請求項７のいずれかに記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項９】
　前記塗布工程において、１０μｍ以上１００μｍ以下のスペーサーを含有する紫外線硬
化型樹脂からなる固定剤を、前記有機ＥＬ素子の発光面の周囲または素子基板の周囲に断
続的に塗布し、前記圧接工程における前記素子基板と前記封止基板との間隔を規定する請
求項１乃至請求項８のいずれかに記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項１０】
　前記加熱工程において、前記封止基板の温度を４０℃以上８０℃以下の範囲で加熱制御
する請求項１乃至請求項９のいずれかに記載の有機ＥＬパネルの製造方法。
【請求項１１】
　有機ＥＬ素子が形成された素子基板と、平坦な封止基板との間に、封止層を隙間無く介
在させた有機ＥＬパネルの封止装置において、
　前記封止基板に、封止層を構成する充填剤、吸湿剤及びシール剤、並びに固定剤をディ
スペンサーで塗布する塗布手段と、
　貼り合せ室を外部環境から遮断可能な密閉手段と、
　前記貼り合せ室内を真空排気する排気手段と、
　不活性ガスを導入することで前記貼り合せ室内の圧力を制御可能なガス導入手段と、
　前記素子基板と前記封止基板とを、隔離した位置で位置合わせする位置合わせ手段と、
　前記充填剤、吸湿剤、シール剤及び固定剤が塗布された前記封止基板を加熱する加熱手
段と、
　一対の金属定盤からなり、真空環境下で荷重を制御可能な圧接手段と、
　前記金属定盤の裏面側にスポット型紫外線ランプを配置し、前記固定剤に紫外線を照射
して硬化させることで前記素子基板と前記封止基板とを仮固定する仮固定手段と、
　紫外線を照射して前記シール剤を硬化させるシール硬化手段と、
を備える有機ＥＬパネルの封止装置。
【請求項１２】
　前記加熱手段が、前記封止基板側の金属定盤裏面に配置された面状ヒータと熱電対とさ
れ、前記封止基板を所望の温度に制御可能である請求項１１に記載の有機ＥＬパネルの封
止装置。
【請求項１３】
　前記密閉手段が、前記貼り合せ室内で、前記金属定盤と前記素子基板と前記封止基板と
のみを密閉できるインナーチャンバーを有する請求項１１または請求項１２に記載の有機
ＥＬパネルの封止装置。
【請求項１４】
　前記圧接手段が、素子基板側の定盤の基板側面に配置された、０．１ｍｍ以上１．０ｍ
ｍ以下の厚さで、且つ、導電性を有する弾性シートを備える請求項１１乃至請求項１３の
いずれかに記載の有機ＥＬパネルの封止装置。
【請求項１５】
　前記圧接手段が、封止基板側の定盤に配置された真空吸着機構を備える請求項１１乃至
請求項１４のいずれかに記載の有機ＥＬパネルの封止装置。
【請求項１６】
　前記圧接手段が、素子基板側の定盤に配置されたガス加圧機構及びガス圧力調整機構を
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備える請求項１１乃至請求項１５のいずれかに記載の有機ＥＬパネルの封止装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬパネルの製造方法及び有機ＥＬパネルの封止装置に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ素子は水分等に非常に弱く、有機ＥＬ素子の寿命を確保するために、有機ＥＬ
素子を環境の水分等から隔離し、保護しなければならない。そのため、有機ＥＬパネルの
製造において、封止と呼ばれる工程が不可欠である。
【０００３】
　従来の封止工程では、内部に空間を設けた金属キャップ又は封止ガラスなどの封止基板
を用い、シール部で密閉する。内部の空間には、水分を吸着する乾燥剤又は乾燥シートを
内蔵させ、周辺シール部からの透過水分などを吸湿させている。この封止方法は、中空封
止とも呼ばれており、小型の有機ＥＬ素子に適用されている。
　しかしながら、中空封止を大型の有機ＥＬ素子に適用した場合には、中空部分において
封止基板が有機ＥＬ素子と接触し、有機ＥＬ素子が損傷する問題がある。
【０００４】
　また、照明用の有機ＥＬ素子では発光時の発熱が大きく、パネル内部の温度が上昇する
。それにより、パネル面内温度分布に起因する輝度むらが発生し、最悪では熱暴走により
素子破壊に至る問題がある。更に、パネルの温度上昇は、有機ＥＬ素子の輝度低下を加速
させて駆動寿命を短くする問題もある。このため、封止内部に空間を持たない全固体の固
体封止が必要である。
【０００５】
　このため、大型パネルであっても、有機ＥＬ素子を環境の水分から保護して寿命を確保
するとともに、素子基板と封止基板が接触することの無い封止方法、及び素子基板と封止
基板の両面に熱を伝え、放熱と均熱が可能な封止方法が必要となる。上記問題を解決する
ため、素子基板と封止基板の間に充填剤を配置する方法がある（特許文献１参照）。
【０００６】
　特許文献１では、素子基板の素子最外周にシール剤、シール剤の内側に乾燥剤、素子上
に充填剤を配置する。素子基板に封止基板を対向配置し、減圧下で圧接した後、シール剤
を硬化させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－７３４５９号公報（請求項１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１では、シール剤、乾燥剤及び充填剤を素子上へ配置しているが、これは素子
不良の要因となる。
　また、特許文献１には明示されていないが、一般にシール剤の硬化は、全面紫外線照射
によって行われるが、該方法では、圧接及び硬化を１工程として連続処理しなければなら
ず、時間がかかり、タクトタイムが長くなる。また、単純な圧接では素子基板と封止基板
との平行度が保てず、素子の損傷の要因となる。また、パネルサイズの異なる基板を封止
する場合、紫外線硬化時の紫外線カットマスクの交換が必要となり、段取り替に時間がか
かり、生産性を低下させる。更に、圧接時の荷重（加圧力）が大きいと、素子損傷の要因
となる。
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【０００９】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、圧接時の有機ＥＬ素子の損
傷を抑制するとともに、圧接及び硬化に要する時間を短縮し、段取り替えが容易な有機Ｅ
Ｌパネルの製造方法及び有機ＥＬパネルの封止装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明の有機ＥＬパネルの製造方法及び有機ＥＬパネルの
封止装置は以下の手段を採用する。
【００１１】
　本発明は、有機ＥＬ素子が形成された素子基板と、平坦な封止基板との間に、封止層を
隙間無く介在させた有機ＥＬパネルの製造方法において、水分が所定量を下回る不活性環
境下で、前記有機ＥＬ素子の位置に相対する前記封止基板の位置に、充填剤、吸湿剤、前
記充填剤及び吸湿剤を囲うように配置される紫外線硬化型樹脂であるシール剤、及び紫外
線硬化型樹脂である固定剤を、それぞれ独立に塗布する塗布工程と、前記素子基板及び前
記封止基板を貼り合せ室に搬入し、前記素子基板と前記封止基板とを隔離した位置で位置
合わせする位置合わせ工程と、前記充填剤、吸湿剤、シール剤、及び固定剤を塗布された
封止基板を加熱する加熱工程と、前記貼り合せ室内を真空とし、前記充填剤、吸湿剤、シ
ール剤、及び固定剤に内包される気体を除く脱泡工程と、一対の定盤で前記素子基板及び
前記封止基板を挟み、前記一対の定盤により所定の荷重を加えて前記素子基板と前記封止
基板とを圧接し、前記シール剤で囲われた内部が前記充填材及び吸湿剤で満たされるよう
荷重を制御して、前記素子基板と前記封止基板との間に所定の厚さの封止層を形成する圧
接工程と、前記貼り合せ室内に不活性ガスを導入し、圧接された前記素子基板及び前記封
止基板の周囲を大気圧環境にするガス導入工程と、スポット型紫外線ランプにより、前記
定盤の裏面側から前記固定剤に紫外線を照射し、前記固定剤を硬化させて前記素子基板と
前記封止基板とを仮固定する仮固定工程と、前記仮固定工程にて仮固定された基板に塗布
された前記シール剤に紫外線を照射し、前記シール剤を硬化させるシール硬化工程と、を
含む有機ＥＬパネルの製造方法と提供する。
【００１２】
　有機ＥＬ素子は水分等に非常に弱いため、有機ＥＬパネルの製造は、水分量が所定量を
下回る不活性環境下で行われる。充填剤、吸湿剤、シール剤、及び固定剤は、封止基板上
に各々が独立に塗布される。封止基板に塗布された充填剤、吸湿剤、シール剤、及び固定
剤は、封止基板を加熱することにより粘度が低下する。それにより、後の脱泡工程で気体
を除きやすくなるとともに、圧接工程で所定の荷重を加えることに起因する有機ＥＬ素子
への物理的損傷を抑制することができる。また、上記発明によれば、ガス導入工程の後、
スポット型紫外線ランプにより、固定剤に紫外線を照射する。スポット型紫外線ランプを
用いることで、所望の領域に限定して紫外線を照射することができる。それにより、有機
ＥＬ素子への入熱などの悪影響を抑えつつ、紫外線の照射強度を強めることができるため
、素子基板と封止基板との仮固定に要する時間を短縮することが可能となる。素子基板と
封止基板とが固定剤で仮固定された後、有機ＥＬ素子は充填剤、吸湿剤、及びシール剤に
より密閉された状態となるため、その後のシール硬化工程はクリーンルームなどの通常環
境下で実施することができる。それにより、生産効率を向上させることが可能となる。
【００１３】
　上記発明の一態様において、前記貼り合せ室内に不活性ガスを導入し、前記充填剤、吸
湿剤、シール剤、及び固定剤の発泡を無くすよう前記封止装置内の圧力を５０Ｐａ以上５
００Ｐａ以下に調整する圧力調整工程を含み、前記圧力調整工程の後、圧接工程を行うこ
とが好ましい。
【００１４】
　貼り合せ室内を真空とすると、充填剤、吸湿剤、シール剤、及び固定剤に内包される気
体を除くことができる。しかしながら、発泡が続いた状態で圧接工程を行うことは、塗布
材料の形状保持の観点から好ましくない。また、真空状態が維持され続けると、気体とと
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もに添加剤や低分子量成分などが蒸発してしまう恐れがある。上記発明の一態様によれば
、圧接工程の前に、圧力調整工程を備えることで、発泡を無くしつつ、充填剤、吸湿剤、
シール剤、及び固定剤からの材料成分の損失を抑制することができるため、所望の材料性
能を維持することができる。
【００１５】
　上記発明の一態様において、前記塗布工程では、前記吸湿剤として、樹脂または高粘度
オイルに、粒径４μｍ以下のゼオライトまたは酸化カルシウムを１０重量％以上５０重量
％以下で含み、且つ、室温における粘度が１０Ｐａ・ｓ以上１００Ｐａ・ｓである吸湿剤
を用いることが好ましい。
【００１６】
　吸湿剤中にゼオライトまたは酸化カルシウムの乾燥剤を存在させることで、シール剤か
らの透湿水分を吸湿することができる。ゼオライトまたは酸化カルシウムは重量比１０％
以上５０％以下で混合されることが好ましく、それにより有機ＥＬ素子の寿命を所望の期
間確保することができる。ゼオライトまたは酸化カルシウムは、封止層の厚さよりも十分
に小さい微粒子を用いる。ゼオライトまたは酸化カルシウムの粒径を４μｍ以下、好まし
くは１μｍ以下とすると良い。それにより、素子基板と封止基板とを圧接させる際に、乾
燥剤が有機ＥＬ素子にダメージを与えることを抑制できる。封止基板上に塗布された吸湿
剤は、塗布工程中は塗布形状が変化しないことが好ましい。一方、圧接工程に要する時間
を考慮すると吸湿剤の粘度は高すぎない方が良い。よって、塗布工程における吸湿剤の粘
度は、１０Ｐａ・ｓ以上１００Ｐａ・ｓの範囲が好ましい。
【００１７】
　上記発明の一態様において、前記塗布工程では、室温における粘度が１０Ｐａ・ｓ以上
１００Ｐａ・ｓである充填剤を、平行に間隔を隔てた断続直線状、または、等間隔螺旋状
に塗布することが好ましい。
【００１８】
　充填剤を平行に間隔を隔てた断続直線状、または、等間隔螺旋状に塗布することにより
、圧接により充填剤を延伸させた際に、空隙のない充填剤の層を形成しやすくなる。
【００１９】
　上記発明の一態様において、前記塗布工程では、充填剤の塗布径の直径Ｒと、塗布ピッ
チＰとの延伸比Ｐ／Ｒが８以上３２下の範囲内になるよう、前記充填剤を塗布することが
好ましい。
【００２０】
　充填剤は、塗布量が多くなるため、生産性の観点から、大きな塗布直径Ｒで、ピッチＰ
を広くして、幅広く延伸することが好ましい。しかしながら、幅広く延伸する場合には、
圧接時に大きな荷重をかける必要があるとともに、圧接時間に長時間を要することになる
。上記発明の一態様によれば、塗布径の直径Ｒと塗布ピッチＰとの延伸比Ｐ／Ｒを８以上
１６以下とすることで、圧接荷重を大きくしすぎない範囲で効率良く充填剤を延伸させる
ことができる。
【００２１】
　上記発明の一態様において、前記塗布工程では、圧接後の延伸幅が、前記シール剤の内
周端から前記有機ＥＬ素子の発光外周端までの間隔以内になる位置に、前記吸湿剤を塗布
することが好ましい。
【００２２】
　そのようにすることで、乾燥剤を含む吸湿剤が有機ＥＬ素子の発光面に直接接触しない
ため、乾燥剤が有機ＥＬ素子を損傷することがない。
【００２３】
　上記発明の一態様において、前記塗布工程では、前記充填剤として吸湿剤を用いても良
い。
【００２４】
　吸湿剤を用いて、充填剤を吸湿性とすることで、シール剤からの透湿水分をより多く吸
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湿することができる。それにより、有機ＥＬ素子の寿命を確保することができる。
【００２５】
　上記発明の一態様において、前記塗布工程では、１０μｍ以上１００μｍ以下のスペー
サーを含有する紫外線硬化型エポキシ樹脂からなるシール剤を、前記有機ＥＬ素子の発光
面の外周を囲むように塗布し、前記圧接工程における前記素子基板と前記封止基板との間
隔を規定することが好ましい。
【００２６】
　エポキシ樹脂は、水分透過率が低いため、シール剤として好適である。また、シール剤
にスペーサーを含有させて素子基板と封止基板との間隔を規定することにより、圧接工程
で付加される圧力により有機ＥＬ素子が損傷することを抑制できる。
【００２７】
　上記発明の一態様において、前記塗布工程では、１０μｍ以上１００μｍ以下のスペー
サーを含有する紫外線硬化型樹脂からなる固定剤を、前記有機ＥＬ素子の発光面の周囲ま
たは素子基板の周囲に断続的に塗布し、前記圧接工程における前記素子基板と前記封止基
板との間隔を規定することが好ましい。
【００２８】
　固定剤にスペーサーを含有させて素子基板と封止基板との間隔を規定することにより、
圧接工程で付加される圧力により有機ＥＬ素子が損傷することを抑制できる。
【００２９】
　上記発明の一態様において、前記加熱工程では、前記封止基板の温度を４０℃以上８０
℃以下の範囲で加熱制御することが好ましい。
【００３０】
　充填剤、吸湿剤、シール剤、及び固定剤は、温度上昇に伴い粘度が低下する性質を有す
る。上記発明の一態様によれば、封止基板を４０℃以上８０℃以下、好ましくは４０℃以
上６０℃以下に加熱制御することで、充填剤、吸湿剤、シール剤、及び固定剤の流動性を
向上させることができる。これにより、圧接工程で圧接される際に、低い荷重で充填剤、
吸湿剤、シール剤、及び固定剤を延伸させることができる。
【００３１】
　また、本発明は、有機ＥＬ素子が形成された素子基板と、平坦な封止基板との間に、封
止層を隙間無く介在させた有機ＥＬパネルの封止装置において、前記封止基板に、封止層
を構成する充填剤、吸湿剤及びシール剤、並びに固定剤をディスペンサーで塗布する塗布
手段と、貼り合せ室を外部環境から遮断可能な密閉手段と、前記貼り合せ室内を真空排気
する排気手段と、不活性ガスを導入することで前記貼り合せ室内の圧力を制御可能なガス
導入手段と、前記素子基板と前記封止基板とを、隔離した位置で位置合わせする位置合わ
せ手段と、前記充填剤、吸湿剤、シール剤及び固定剤が塗布された前記封止基板を加熱す
る加熱手段と、一対の金属定盤からなり、真空環境下で荷重を制御可能な圧接手段と、前
記金属定盤の裏面側にスポット型紫外線ランプを配置し、前記固定剤に紫外線を照射して
硬化させることで前記素子基板と前記封止基板とを仮固定する仮固定手段と、紫外線を照
射して前記シール剤を硬化させるシール硬化手段と、を備える有機ＥＬパネルの封止装置
を提供する。
【００３２】
　上記発明によれば、定盤を金属製とすることで、高い平坦化研磨が可能となる。定盤の
平坦度を向上させることにより、充填剤、吸湿剤、及びシール剤からなる封止層の厚さの
均一化が図れ、高品質な有機ＥＬパネルを製造することが可能となる。また、金属定盤は
、厚さも薄く、導電性のために静電気の発生が非常に小さく、安価に作製できるという利
点がある。
【００３３】
　上記発明によれば、充填剤、吸湿剤、シール剤及び固定剤の塗布にディスペンサーを用
いることで、描画プログラムの選択だけで段取り替えが可能となる。これにより、有機Ｅ
Ｌ素子の大きさなどを変更する場合にも、瞬時に対応することができる。また、ディスペ
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ンサーを用いることで、充填剤、吸湿剤、シール剤及び固定剤を連続で塗布することがで
きる。
【００３４】
　上記発明によれば、排気手段により貼り合せ室内を真空にすることで、充填剤、吸湿剤
、シール剤及び固定剤に含まれる気体を除くことができる。
【００３５】
　上記発明によれば、加熱手段により封止基板を加熱することにより、充填剤、吸湿剤、
シール剤及び固定剤の粘度を低下させることでできる。それによって、充填剤、吸湿剤、
シール剤及び固定剤中に含まれる気体を除きやすくなる。また、圧接手段で圧接した際に
延伸させやすくなるため、荷重を加えることに起因する有機ＥＬ素子への物理的損傷を抑
制することができる。
【００３６】
　上記発明によれば、定盤の裏面側にスポット型紫外線ランプを配置することで、固定剤
に選択的に紫外線を照射できる。それにより、有機ＥＬ素子への悪影響を抑えつつ、紫外
線の照射強度を強めることができるため、素子基板と封止基板との固定に要する時間を短
縮することが可能となる。
【００３７】
　有機ＥＬ素子は、充填剤及び吸湿剤で覆われ、シール剤で囲われているため、素子基板
と封止基板とを仮固定した後、密閉された状態となる。よって、シール剤の硬化は、素子
基板と封止基板との固定とは別工程で実施することができる。それにより、生産効率を向
上させることが可能となる。
【００３８】
　上記発明の一態様において、前記加熱手段が、前記封止基板側の金属定盤裏面に配置さ
れた面状ヒータと熱電対とされ、前記封止基板を所望の温度に制御可能であることが好ま
しい。
【００３９】
　金属定盤の裏面に面状ヒータと熱電対とを配置すると、金属定盤に封止基板が接触する
ことでヒータの熱が封止基板に伝達され、封止基板を所望の温度とすることができる。
【００４０】
　上記発明の一態様において、前記密閉手段が、前記貼り合せ室内で、前記金属定盤と前
記素子基板と前記封止基板とのみを密閉できるインナーチャンバーを有することが好まし
い。
【００４１】
　インナーチャンバーを有することで、金属定盤と素子基板と封止基板とを囲う体積を小
さくすることができる。それにより、真空排気及びベント時間を短縮することが可能とな
る。
【００４２】
　上記発明の一態様において、前記圧接手段が、素子基板側の定盤の基板側面に配置され
た、０．１ｍｍ以上１．０ｍｍ以下の厚さで、且つ、導電性を有する弾性シートを備えて
いても良い。
【００４３】
　弾性シートを配置することにより、定盤の平坦度の誤差を吸収することができる。それ
により、より均一な厚さの封止層を確保することができるため、有機ＥＬパネルの品質及
び歩留りが向上する。また、弾性シートは導電性を有するため、静電気の発生を抑制でき
る。
【００４４】
　上記発明の一態様において、前記圧接手段が、封止基板側の定盤に配置された真空吸着
機構を備えても良い。
【００４５】
　真空吸着機構が設けられることで、定盤と封止基板とをより密着させ、定盤から封止基
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板への熱伝導効率を高めることができる。それにより、充填剤、吸湿剤、シール剤及び固
定剤の粘度を短時間で低下させることができるため、圧接時間を短縮することが可能とな
る。また、圧接する前に、充填剤などの粘度を十分に下げることができるため、圧接によ
り有機ＥＬ素子に与えるダメージを抑制できる。
【００４６】
　上記発明の一態様において、前記圧接手段が、素子基板側の定盤に配置されたガス加圧
機構及びガス圧力調整機構を備えていても良い。
【００４７】
　上記発明の一態様によれば、素子基板側の定盤をガスにより加圧することができるため
、素子基板に均等荷重を加えることができる。これにより、基板及び定盤の平坦度に誤差
や変形があった場合であっても、より均一な厚さの封止層を得ることができる。
【発明の効果】
【００４８】
　上記発明によれば、加熱工程を備えることで、圧接時の有機ＥＬ素子の損傷を抑制する
とともに、圧接及び硬化に要する時間を短縮することができる。また、仮固定工程とシー
ル硬化工程を分離したことで、圧接及び硬化に要する時間を短縮することができるととも
に、段取り替えが容易な有機ＥＬパネルの製造方法及び有機ＥＬパネルの封止装置となる
。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】第１実施形態における有機ＥＬパネルの製造方法の封止処理手順を示す図である
。
【図２】封止基板への塗布例を示す図である。
【図３】位置合わせした素子基板及び封止基板の概略断面図である。
【図４】第１実施形態における封止後の有機ＥＬパネルの断面図である。
【図５】第１実施形態に係る封止装置の概略断面図である。
【図６】塗布材料の粘度と材料温度の関係を示す図である。
【図７】塗布寸法の断面を示す図である。
【図８】塗布条件と塗布時間との関係を示す図である。
【図９】塗布条件と塗布材料の広がりとの関係を示す図である。
【図１０】第１実施形態の変形例に係る封止後の有機ＥＬパネルの断面図である。
【図１１】第２実施形態に係る封止装置の概略断面図である。
【図１２】第３実施形態に係る封止装置の概略断面図である。
【図１３】第４実施形態に係る封止装置の概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　以下に、本発明に係る有機ＥＬパネルの製造方法及び有機ＥＬパネルの封止装置の一実
施形態について、図面を参照して説明する。
【００５１】
〔第１実施形態〕
　図１は、本実施形態に係る有機ＥＬパネルの製造方法の封止処理手順である。図２は、
封止基板への塗布例である。図３は、位置合わせした素子基板及び封止基板の概略断面図
である。図４は、封止後の有機ＥＬパネルの断面図である。図５は、封止装置の概略構成
図である。
【００５２】
　本実施形態で封止及び製造される有機ＥＬパネルは、有機ＥＬ素子が形成された素子基
板と、平坦な封止基板との間に封止層を隙間なく介在させた構造とされる。
【００５３】
　素子基板６は、平坦ガラス基板上に、陽極７、有機発光層８、及び陰極９から構成され
た有機ＥＬ素子が形成されている。陽極７は、透明導電膜（ＩＴＯ）などとされ、パター
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ンニングにより形成される。有機発光層８は、例えば、正孔注入層、正孔輸送層、発光層
、電子輸送層、電子注入層、が積層成膜されている。陰極９はアルミ電極などとされる。
　有機ＥＬ素子は、保護膜（不図示）で被覆されていても良い。保護膜は、酸化珪素（Ｓ
ｉＯ２）、窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）、酸窒化珪素（ＳｉＯＮ）等とされる。
　本実施形態では、蒸着成膜のため、図３のように有機ＥＬ素子は素子基板の下面より蒸
着されている。
【００５４】
　封止基板１には、平坦ガラス基板を用いる。また、封止基板１は、素子基板６と熱膨張
係数が同じ同質ガラスとすると良い。封止基板１の平坦度は液晶ディスプレイ用と同様に
反りが０．２～０．４ｍｍ程度とされる。
　本実施形態に係る封止層は、充填剤２、吸湿剤３、及びシール剤４、固定剤５から構成
されている。
【００５５】
　充填剤２は、硬化性樹脂、非硬化性樹脂、ゲル状樹脂、または高粘度オイルのいずれか
とされる。塗布工程において充填剤は、塗布形状が変化しない必要がある。そのため、充
填剤の粘度は高い方が良いが、塗布時間及び貼り合わせ工程における圧接時間を考慮する
と、充填剤２の粘度は、１０Ｐａ・ｓ～１００Ｐａ・ｓの範囲が望ましい。
【００５６】
　吸湿剤３は、高い吸湿性するものである。吸湿剤３は、硬化性樹脂、非硬化性樹脂、ゲ
ル状樹脂、または高粘度オイルのいずれかの媒体に、重量比で１０％以上５０％以下の乾
燥剤が含有されたものとされる。上記範囲で含有させることにより、シール剤４からの透
湿水分を吸湿し、有機ＥＬ素子寿命を確保することができる。吸湿剤３の媒体は、限定さ
れるものではないが、充填剤２に直接接することから充填剤２と同一の材質が望ましい。
乾燥剤としては、ゼオライトまたは酸化カルシウムが適している。乾燥剤は、封止層の厚
さより十分に小さい微粒子とされる。乾燥剤の粒径は４μｍ以下、好ましくは１μｍ以下
とされると良い。
【００５７】
　シール剤４は、水分透過率の低い紫外線硬化型樹脂とされる。シール剤４は、紫外線硬
化型のエポキシ接着剤とされると良い。シール剤４は、１０μｍ以上１００μｍ以下のス
ペーサーを含むことが好ましい。スペーサーは、材質がガラスまたはプラスチック、形状
が球状または円柱状、直径が１２μｍ、または５０μｍなどとされ、封止層の厚さを規定
するものである。
【００５８】
　固定剤５は、紫外線硬化型樹脂とされる。固定剤５は、接着力が強く、短時間で硬化可
能であることが好ましい。例えば、固定剤５はアクリル接着剤などとされる。固定剤５は
、１０μｍ以上１００μｍ以下のスペーサーを含むことが好ましい。固定剤５は、シール
剤４と同一の材質であっても良い。
【００５９】
　本実施形態で用いられる封止装置は、塗布手段、密閉手段、排気手段、ガス導入手段、
位置合わせ手段、圧接手段、加熱手段、仮固定手段、及びシール硬化手段を備えている。
【００６０】
　塗布手段（不図示）は、封止基板１に、充填剤２、吸湿剤３、シール剤４及び固定剤５
をディスペンサーで塗布するものとされる。
　密閉手段は、貼り合せ室１０を外部環境から遮断可能な構造とされる。図５では、貼り
合せ室１０に基板を搬出入するための仕切弁１１が設けられている。
【００６１】
　貼り合せ室１０には、排気手段として排気バルブ１２及び真空ポンプ１３が接続されて
いる。排気手段は、貼り合せ室内を真空排気することができる。また、貼り合せ室１０に
は、ガス導入手段としてベントガス１４、ベントバルブ１５及び圧力計１６が接続されて
いる。ガス導入手段は、圧力計１６で内部の圧力を検出しながら不活性ガスを導入するこ
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とで貼り合せ室内の圧力を制御することができる。ベントガス１４は、所定の水分量を下
回る不活性ガスとされる。例えば、ベントガス１４は水分濃度が１ｐｐｍ以下の窒素ガス
などとされる。
　位置合わせ手段は、ディスプレイのような高精度のＣＣＤカメラ・アライメントは必要
なく、±１００μｍ程度のガラス基板端面を基準とする機械的アライメントなどとされ、
素子基板６と封止基板１とを隔離した位置で位置合わせすることができる。
【００６２】
　圧接手段は、貼り合せ室内に配置された一対の定盤（下定盤１７及び上定盤１８）から
なり、真空環境下で荷重を制御することができる。下定盤１７及び上定盤１８は、素子基
板６と封止基板１とを圧接するために、平行に配置されている。定盤は鋼等の導電性の金
属製であることが好ましい。下定盤１７及び上定盤１８は、それぞれ封止基板１及び素子
基板６が接する面が平坦に研磨されている。本実施形態では、上定盤１８には昇降機構１
９が接続されており、この昇降機構１９により上定盤１８を昇降させることで、荷重を制
御する。なお、上定盤１８でなく下定盤１７を可動定盤としても良い。
【００６３】
　下定盤１７には、下定盤１７を貫通するＵＶ透過孔２０が設けられている。ＵＶ透過孔
２０は、選択的に固定剤５に紫外線を照射可能な位置に適宜配置されている。貼り合せ室
１０の壁面には、ＵＶ透過窓２１が設けられている。ＵＶ透過窓２１は、下定盤１７の裏
面側からＵＶ透過孔２０を介してスポット型紫外線ランプ２２で固定剤に紫外線を照射可
能な位置に配置されている。スポット型紫外線ランプ２２は、貼り合せ室外部に配置され
ている。なお、ＵＶ透過孔２０、ＵＶ透過窓２１、及びスポット型紫外線ランプ２２の仮
固定手段は、上定盤側に設けられても良い。
【００６４】
　加熱手段は、ヒータ２３及び熱電対などとされ、封止基板１を所望の温度に加熱制御す
ることができる。図５では、面状ヒータ２３及び熱電対が下定盤１７の裏面側（基板が接
触する面と反対面側）に接触配置されている。この加熱手段は、下定盤１７を直接加熱し
、下定盤１７に封止基板１を接触させることで、間接的に封止基板１を加熱制御するもの
である。
【００６５】
　シール硬化手段（不図示）は、貼り合せ室１０の外部にあり、紫外線を照射してシール
剤を硬化させるものとされる。
【００６６】
　次に、本実施形態に係る有機ＥＬパネルの製造方法について説明する。本実施形態に係
る有機ＥＬパネルの製造方法は、図１に示すように、塗布工程と、貼り合せ工程と、シー
ル硬化工程とから構成されている。
【００６７】
（塗布工程）
　封止基板１に、充填剤２、吸湿剤３、シール剤４、及び固定剤５を順に塗布する。塗布
は、水分が所定量を下回る不活性環境下で実施する。水分の所定量は、製造する有機ＥＬ
パネルの規格に応じて適宜設定される。例えば、不活性環境下とは、水分濃度が１ｐｐｍ
以下の大気圧の窒素雰囲気とされる。
【００６８】
　充填剤２、吸湿剤３、シール剤４、及び固定剤５の塗布には、ディスペンサーを用いる
。充填剤２の塗布は、スクリーン印刷の方が高生産性であるが、パネル形状及び寸法に特
化したスクリーン印刷版を用いるため、段取り替えに時間を要し、多品種の場合、生産性
が低下する。また、充填剤２として熱硬化性樹脂を用いる場合は、時間経過により粘度が
上昇し、塗布厚さが変化する問題がある。一方、ディスペンサーの場合は、単独では生産
性が低いものの、段取り替えは描画プログラムの選択だけで、瞬時に変更が可能である。
また、充填剤塗布後の吸湿剤３、シール剤４、固定接着剤５の連続塗布では、スクリーン
印刷を適用できず、ディスペンサーによる塗布が不可欠である。生産性が低い場合は、設
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備を複数台設置することにより補うことができる。その場合、同種設備で一貫性あること
が望ましい。生産性を向上させるためには、塗布速度の向上、ディスペンサーのノズルの
複数化、ノズルヘッドの複数化、ディスペンサーの複数化、等で対応できる。
【００６９】
　図２は、基板に４つの有機ＥＬ素子が形成され、分割することにより、４枚のパネルが
完成する４面取り基板の例である。
　まず、図２（ａ）に示すように、充填剤２を封止基板上の有機ＥＬ素子に相対する位置
に塗布する。充填剤２は、平行に間隔を隔てた断続直線状、または、等間隔螺旋状に塗布
すると良い。充填剤２は、充填剤２の塗布径の直径Ｒと、塗布ピッチＰとの延伸比Ｐ／Ｒ
が８以上１６以下の範囲内になるように塗布すると良い。
　次に、図２（ｂ）に示すように、充填剤２の外周に吸湿剤３を塗布する。さらに、図２
（ｃ）に示すように、充填剤２及び吸湿剤３を囲うようにシール剤４を塗布する。その後
、封止基板１の周辺またはシール剤４の周辺に、固定剤５を点状または線状に塗布する。
【００７０】
　吸湿剤３は、圧接後の延伸幅が、シール剤４の内周端から有機ＥＬ素子の発光外周端ま
での間隔以内になる位置に塗布することが望ましい。
【００７１】
（貼り合せ工程）
　貼り合せ工程は、位置合わせ工程、加熱工程、脱泡工程、圧力調整工程、圧接工程、ガ
ス導入工程、及び仮固定工程を備えている。
【００７２】
（位置合わせ工程）
　素子基板６及び封止基板１を、仕切り弁１１を通過させ、貼り合せ室の下定盤１７と上
定盤１８との間に搬入する。素子基板６及び封止基板１は、有機ＥＬ素子が形成された面
と充填剤２などが塗布された面とが向かい合うよう対向配置され、位置合わせ手段により
互いに隔離した位置で位置合わせする。図示されていないが、保持機構により隔離して保
持され、位置決め機構によりそれぞれの基板が位置合わせされる。
【００７３】
（加熱工程）
　予め加熱手段により下定盤１７を４０℃～８０℃、好ましくは４０℃～６０℃に加熱し
ておく。それにより、下定盤１７に封止基板１を接触させた際に、直ちに加熱を開始する
ことが可能となる。
　ここで、加熱の温度範囲の設定根拠を説明する。下定盤１７の加熱において、充填剤２
、吸湿剤３、及びシール剤４の塗布材料の粘度と材料温度の関係を測定した一例を図６に
示す。同図において、横軸が塗布した材料の温度、縦軸が粘度である。塗布材料としては
、高めの粘度を有する紫外線硬化型エポキシ系接着剤を使用した。図６によれば、温度が
１０℃上昇すると粘度が約１／２に減少した。室温の２５℃で１００Ｐａ・ｓの塗布材料
を６０℃に昇温すると１０Ｐａ・ｓとなり粘度が１／１０に低下し、流動性が著しく向上
した。よって、下定盤１７の温度は、４０℃～８０℃の範囲、望ましくは４０～６０℃の
範囲が好適である。
【００７４】
（脱泡工程）
　素子基板６及び封止基板１を位置合わせした後、仕切り弁１１を閉じ、排気バルブ１２
を開放し、真空ポンプ１３により、貼り合せ室内を１０Ｐａ以上５０Ｐａ以下の範囲とな
るよう真空排気する。貼り合せ室内を真空とすることで、充填剤２、吸湿剤３、シール剤
４、及び固定剤５に内包される気体を除くことができる。但し、この圧力領域では、充填
剤２、吸湿剤３、シール剤４に含まれている添加物や低分子量成分が蒸発し続け、発泡し
続けるため、材料性能と形状保持の点から好ましくない。よって、脱泡工程は、充填剤２
、吸湿剤３、シール剤４、及び固定剤５の材質に応じて、所定時間実施される。所定時間
は、例えば、１０秒～６０秒程度とされる。
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【００７５】
（圧力調整工程）
　脱泡工程の後、排気バルブ１２を閉じ、ベントバルブ１５を開放して、貼り合せ室内に
ベントガス（不活性ガス）１４を導入する。この際、貼り合せ室内の圧力を圧力計１６に
より検出し、貼り合せ室内の圧力を５０Ｐａ以上５００Ｐａ以下、好ましくは５０Ｐａ以
上２００Ｐａ以下に制御する。貼り合せ室内の圧力を５００Ｐａとした場合、大気圧（１
００ｋＰａ）に戻されると、充填剤２などに内包された気泡の大きさは５／１，０００の
大きさに縮小する。また、圧接時に封止内部に多少の空隙が発生しても、充填剤２、吸着
剤３、シール剤４は未硬化状態であり、少なからず流動性を持っている。従って、大気圧
に戻ると、１００ＫＰａで均等加圧されるため、空隙は目視では確認できないまでに縮小
する。
【００７６】
（圧接工程）
　圧力調整工程の後、ベントバルブ１５を閉じ、上定盤１８を下降させて、下定盤１７と
の間で、素子基板６と封止基板１とを接触させて圧接する。この際、下定盤１７は加熱手
段２３により既に加熱され、図示されていない温度調節計により温度制御されている。封
止基板１は下定盤１７に接することによって熱伝導により加熱され、充填剤２、吸湿剤３
、及びシール剤４の粘度を低下させる。それにより、充填剤２などを延伸させるために要
する加圧力が低下するため、圧接時間が短縮するとともに、素子へのストレスが低減する
。
　上定盤１８は、素子基板６及び封止基板１を所定加圧で所定時間圧接し、充填剤２、吸
湿剤３、及びシール剤４と隙間無く延伸させる。例えば、５ｋＰａ～５０ｋＰａの圧力で
、１５秒～６０秒間圧接する。ここで、充填剤２、吸湿剤３、及びシール剤４からなる封
止層の厚さは１０μｍ～１００μｍ好ましくは２０μｍ～５０μｍとされる。
【００７７】
（ガス導入工程）
　圧接工程の後、ベントバルブ１５を開放し、ベントガス１４を導入して貼り合せ室内の
内部を大気圧に戻す。
【００７８】
（仮固定工程）
　ガス導入工程の後、スポット型紫外線ランプ２２にて紫外線を照射し、固定剤５を硬化
させる。例えば、スポット型紫外線ランプ２２としてＬＥＤ　ＵＶ照射装置を用いると、
波長３６５ｎｍ、直径５ｍｍで、３Ｗ／ｃｍ２の照射エネルギーを得られ、紫外線硬化型
エポキシ接着剤でも６Ｊで硬化することから、数秒で固定剤５は硬化する。
【００７９】
（シール硬化工程）
　仮固定工程の後、仮固定された基板は、仕切り弁１１を通過して貼り合せ室１０の外、
更にクリーンルーム等の通常環境下に搬出される。必要により簡易的なＵＶカットマスク
フォルダに仮固定された基板をセットし、汎用紫外線照射コンベアに投入してシール剤４
を硬化させる。なお、シール剤４の硬化は、スポット型紫外線ランプ２２をシール剤４に
照射しながら移動させて実施しても良い。固定剤５により仮固定された基板において、シ
ール剤４は完全に硬化していないが、有機ＥＬ素子は充填剤２及び吸湿剤３で被覆され、
密封されている。そのため、仮固定された基板を水分及びパーティクルのある一般環境下
であっても、有機ＥＬ素子に全く影響のない状態となる。
【００８０】
　シール剤４を硬化させた基板を、オーブンに入れアフターキュアすることにより、封止
が完了する。充填剤２及び吸湿剤３に熱硬化樹脂を用いた場合、オーブンに投入すること
により硬化する。
　最後に貼り合せた基板を分割することにより、有機ＥＬパネルが完成する。
【００８１】
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　本実施形態によれば、加熱手段２３を設けることにより、充填剤２、吸湿剤３、及びシ
ール剤４を低粘度化し、圧接時の有機ＥＬ素子への荷重不可を低減することができる。こ
れにより、素子ダメージが低下し、歩留まりが向上する。また、封止内部に気泡が無く、
高品質のパネルが製造できる。
【００８２】
　従来の方法では、シール剤の硬化を圧接工程の直後に行っていたため、少なくとも片側
の定盤を、紫外線透過性を有する石英定盤とする必要があった。石英定盤は、（１）高価
である、（２）高い平坦研磨が難しい、（３）鋼などに比べ強度が低いため、圧接時や真
空排気時に変形しやすく、封止層を均一に加工することが難しい、（４）貼り合せ室内は
水分量の低いドライ環境であるため、石英でガラス製の基板を圧接すると、解離時に非常
に大きな静電気である剥離帯電が生じ、圧接された基板が定盤に強力に張り付き、大きな
不具合が生じる、などの問題があった。
【００８３】
　本実施形態によれば、シール硬化工程を仮固定工程と分離したことにより、一対の定盤
を金属製とすることができる。上下定盤を鋼等の金属製とすることで、高い平坦度を有し
、厚さが薄い定盤を安価に作製することができる。定盤の平坦度が向上することにより、
封止厚さの均一化が図れ、高品質な有機ＥＬパネルの製造が可能となる。また、金属製の
定盤は、導電性を有するため静電気発生が非常に小さいという利点がある。これにより静
電気発生が激減し、静電気に起因する不具合が低減する。
【００８４】
　シール剤を硬化させる手段として、従来から紫外線光源であるメタルハイドランプが使
用される。メタルハイドランプは発熱が大きく、有機ＥＬ素子に熱的影響を与えないよう
に基板から距離を離す必要がある。また、広い範囲に紫外線を均一に照射するために封止
基板と紫外線光源の距離を大きくとる必要がある。しかしながら、封止基板と紫外線光源
との距離を離すと、単位面積当たりのＵＶ光照度が小さくなる。紫外線硬化型エポキシ樹
脂の硬化エネルギーは６，０００ｍＪ以上と高いため、従来の固体封止の工程において、
最も時間が掛かる処理はシール剤を硬化させる紫外線硬化処理であった。
　本実施形態では、貼り合せ工程において、圧接後に固定剤のみを短時間で硬化させて、
素子基板と封止基板とを仮固定することで、シール剤が未硬化の状態で基板を一般環境下
へと搬出することを可能とした。貼り合せ工程の処理時間を短縮することができる。また
、時間を要するシール剤硬化工程を一般環境下で汎用のＵＶ硬化装置または加熱装置を用
いて硬化できるようになる。それにより、安価な設備でのバッチ処理も可能となる。
【００８５】
　また、メタルハライドランプは、大きな発熱とオゾン発生を伴うため、クリーンルーム
内で使用する場合は、クリーンルームと隔離した外気による大量の冷却送風とオゾン排出
が必要であり、大型設備となる。
【００８６】
　本実施形態によれば、仮固定工程とシール硬化工程とを分離したことで、真空容器を小
型化することができ、且つ、基板の全面に紫外線を照射しないため、基板温度上昇がなく
なる。また、スポット型紫外線ランプは、ガラスファイバー導光照射を用いることもでき
るが、ＬＥＤ型紫外線ランプを用いることができ、メタルハライドランプのような不必要
な短波長によるオゾン発生がないため設備を小型にできる効果もある。
【００８７】
　また、シール剤の硬化工程では、有機ＥＬ素子の形状毎に紫外線硬化マスクが必要であ
った。本実施形態によれば、シール硬化工程を仮固定工程と分離したことにより、ドライ
又は真空環境下で紫外線硬化マスクを使用せずに済むため、ドライ又は真空環境下での段
取り替えが不要となる。それにより、真空排気やベントガス導入の時間を短縮することが
でき、生産性が向上する。
【００８８】
　塗布材料の塗布直径及び塗布ピッチの設定根拠について説明する。
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　図７に、充填剤を例として、塗布寸法の断面を示す。図７（ａ）は、ディスペンサーに
より、基板１上にノズル直径に相当する直径Ｒの充填剤２をピッチＰで塗布した直後の想
定断面図である。図７（ｂ）は、充填剤２が塗布後に粘度と基板表面濡れ性との関係から
広がった場合の想定断面図である。実験的に直径Ｒで塗布した充填剤２が４倍に広がり、
塗布後の広がり幅４Ｒになることを確認した。図７（ｃ）は、圧接により空隙もなく均等
に広がって封止層厚さｄに延伸した想定断面図である。
　特に、塗布量の多い充填剤２の塗布は、生産性の観点から、大きい塗布直径Ｒでピッチ
Ｐを広い方が良い。しかしながら、幅広く延伸するために、大きな荷重が必要となり、更
に圧接時間に長時間を要することになり、大きなストレスが素子に掛かることになる。圧
接時間と素子ストレスは相反する特性であるため、そのバランスが重要となる。
【００８９】
　図８は、塗布条件と塗布時間との関係を示している。同図において、横軸がピッチＰ、
縦軸（左）が塗布直径Ｒ、縦軸（右）が塗布時間である。同図は、充填剤の塗布条件とし
て、塗布領域を１４０ｍｍ×１４０ｍｍ、塗布速度を５０ｍｍ／ｓ、封止厚さｄを１２、
２５、５０μｍ、の条件として塗布時間を算出した結果である。塗布時間はピッチＰの細
かい領域で急激に減少し、ピッチが広い領域では緩やかな変化であることがわかった。
【００９０】
　図９は、塗布条件と広がりとの関係を示している。同図において、横軸がピッチＰ、縦
軸が延伸比（Ｐ／Ｒ）である。塗布条件は図８と同一とした。実際の圧接は、塗布後の広
がり幅４ＲをピッチＰまで広げる動作になり、このＰ／４Ｒ比は２以上８以下、望ましく
は３以上６以下が最適である。これ以下では塗布時間が長くなり、これ以上では圧接荷重
が大きくなる。よって、延伸比（Ｐ／Ｒ）は８以上３２以下、望ましくは１２以上２４以
下が最適な範囲である。例えば、封止厚さが２５μｍの場合、延伸比Ｐ／Ｒを１２以上２
４以下の範囲とすると、ピッチＰは４．５ｍｍ～１８ｍｍの範囲が最適で、更にこのピッ
チの範囲を図８より求めると、塗布直径Ｒは０．４ｍｍ～０．８ｍｍが最適であることが
わかる。
【００９１】
〔第１実施形態の変形例〕
　本変形例に係る有機ＥＬパネルの製造方法は、充填剤として吸湿剤を用いたことを特徴
とする。特に説明がない構成に関しては、第１実施形態と同様とする。図１０に、本変形
例に係る封止後の有機ＥＬパネルの概略断面図を示す。
　本変形例において用いる充填剤は、吸湿剤３を用いる。充填剤は、硬化性樹脂、非硬化
性樹脂、ゲル状樹脂、または高粘度オイルのいずれかの媒体に、重量比で１０％以上５０
％以下の乾燥剤が含有されたものとされる。充填剤は吸湿剤と同一の材質が望ましい。乾
燥剤としては、ゼオライトまたは酸化カルシウムが適している。乾燥剤は、封止層の厚さ
より十分に小さい微粒子とされる。乾燥剤の粒径は４μｍ以下、好ましくは１μｍ以下と
されると良い。充填剤の粘度は、１０Ｐａ・ｓ～１００Ｐａ・ｓの範囲が望ましい。
【００９２】
　充填剤は、封止基板上の有機ＥＬ素子に相対する位置に塗布する。第１実施形態に記載
のように、封止厚さは１０μｍ～１００μｍとされる。充填剤に含まれる乾燥剤は、この
封止厚さに対して十分に小さい微粒子であるため、封止の圧接時やパネル完成後の局部集
中荷重時の封止厚さ変形により、リーク電流発生やショート発生などの不良の要因となる
ことはない。
【００９３】
〔第２実施形態〕
　本実施形態は、第１実施形態の封止装置の構成に、インナーチャンバー及び弾性シート
が追加されたことを特徴とする。特に説明がない構成に関しては、第１実施形態と同様と
する。図１１に、本実施形態に係る封止装置の概略断面図を示す。
【００９４】
　貼り合せ室２４は、真空チャンバーではなく、グローブボックス同様な密閉室で構成さ
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れている。貼り合せ室２４にはガス循環精製機（不図示）が接続されており、貼り合せ室
内部を水分の少ないドライ環境とすることができる。貼り合せ室２４は、仕切り弁が無く
、搬送室と開放状態で接続されている。貼り合せ室２４は、密閉手段としてインナーチャ
ンバー２５を備えている。インナーチャンバー２５は、上定盤１８、素子基板６、及び封
止基板１を収容可能に、上定盤１８の昇降機構１９に接続されている。インナーチャンバ
ー２５は、上定盤１８の昇降とともに降下されて、下定盤１７に接触する。下定盤１７の
インナーチャンバー２５が接触する部分には真空シール２６が配置されており、インナー
チャンバー２５及び下定盤１７で密閉空間を形成することができる。すなわち、インナー
チャンバー２５は、実際に貼り合せが行われる空間を外部環境から遮断することができる
。
【００９５】
　インナーチャンバー２５には、排気手段として排気バルブ１２及び真空ポンプ１３が接
続されている。排気手段は、貼り合せ室内を真空排気することができる。また、インナー
チャンバー２５には、ガス導入手段としてベントガス１４、ベントバルブ１５及び圧力計
１６が接続されている。ガス導入手段は、圧力計１６で内部の圧力を検出しながら不活性
ガスを導入することでインナーチャンバー内の圧力を制御することができる。ベントガス
１４は、所定の水分量を下回る不活性ガスとされる。例えば、ベントガスは水分濃度が１
ｐｐｍ以下の窒素ガスなどとされる。
【００９６】
　下定盤１７には、下定盤１７を貫通するＵＶ透過孔２０が設けられている。ＵＶ透過孔
２０は、選択的に固定剤５に紫外線を照射可能な位置に適宜配置されている。ＵＶ透過孔
２０の下定盤裏面側の端部には、ＵＶ透過窓２１が設けられている。スポット型紫外線ラ
ンプ２２は、貼り合せ室内にあり、下定盤１７の裏面側からＵＶ透過窓２１を介して固定
剤５に紫外線を照射可能な位置に配置されている。なお、ＵＶ透過孔２０、ＵＶ透過窓２
１、及びスポット型紫外線ランプ２２の仮固定手段は、上定盤側に設けられても良い。
【００９７】
　なお、図１１では、下定盤１７をインナーチャンバー２５の底面としているが、別途、
下インナーチャンバーを設けても良い。その場合、下インナーチャンバーは、下定盤１７
を収容する構造とする。また、ＵＶ透過窓２１は、下インナーチャンバーの、ＵＶ透過孔
２０を介して固定剤に紫外線を照射できる位置に設けられると良い。
【００９８】
　上定盤１８の素子基板側の面には、弾性シート２７が設けられている。弾性シート２７
の厚さは、０．１ｍｍ～１ｍｍが好ましい。弾性シート２７は、僅かに導電性のある静電
対策用の素材からなる。
【００９９】
　静電対策の導電性は、表面抵抗が１０１０Ω／□以下、または体積抵抗率が１０１２Ω
・ｍ以下の材質が望ましく、シートの場合は表面と裏面の抵抗が１０１０Ω以下であれば
良い。本実施例では、帯電防止ポリエチレン多孔質フィルム（日東電工株式会社製　サン
マップ）の厚さ０．５ｍｍを用いた。
【０１００】
　定盤は研磨により平坦化加工するが、平坦度は５μｍ程度が加工限界である。更に大型
基板用の定盤では更に平坦度が低下する。小型基板であっても封止厚さを薄くする場合は
、定盤の平坦度が封止厚さのばらつきに影響する。本実施形態では、僅かに導電性のある
静電対策用の弾性シート２７を上定盤に配置することで、上下定盤の平坦度の誤差を吸収
できる。詳細には、弾性シート２７の厚さを上記範囲とすることで、数～数十μｍの平坦
度を吸収できる。それにより、封止厚さを均一することが可能となる。
【０１０１】
　また、素子基板６にはガラスが用いられることが一般的であるが、弾性シート２７が絶
縁性の場合、剥離時に静電気の剥離帯電が発生し、貼り合せた基板が上定盤に静電吸着し
、離れなくなる。
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【０１０２】
　本実施形態では、有機ＥＬ素子が形成された素子基板６と充填剤２、吸湿剤３、シール
剤４、及び固定剤５が塗布された封止基板１は基板搬出入口２８より搬入される。各基板
の位置合わせ後に、インナーチャンバー２５と上定盤１８が下降し、上定盤１８が素子基
板６に接しない位置で、インナーチャンバー２５のみが下定盤１８に接し、真空シール２
６により密閉される。その後は第１実施形態と同等に真空排気と圧力調整をし、昇降機構
１９により上定盤１８を下降させて素子基板６と封止基板１を圧接する。インナーチャン
バー内を大気圧に戻した後、スポット型紫外線ランプ２２で固定剤５をＵＶ硬化させる。
上定盤１８及びインナーチャンバー２５を上昇させて、貼り合わされた基板は、基板搬出
入口２７より搬出される。
【０１０３】
　本実施形態によれば、貼り合せ室２４の内部は真空とならないドライ環境のため、昇降
機構１９やスポット型紫外線ランプ２２を貼り合せ室内に設置することができる。
【０１０４】
　本実施形態によれば、インナーチャンバー２５を設けることで、真空排気する容積を貼
り合せに必要な容積のみとすることができる。それにより、真空排気及びベントに要する
時間を短縮できるため、生産性が向上する。
【０１０５】
　本実施形態によれば、弾性シート２７を設けることで、封止厚さが薄くなった場合や基
板が大面積となった場合であっても、均一な封止厚さを確保することができる。それによ
り、有機ＥＬパネルの品質・歩留りが向上する。
【０１０６】
〔第３実施形態〕
　本実施形態は、第２実施形態の封止装置の構成に、真空吸着機構が追加されたことを特
徴とする。特に説明がない構成に関しては、第２実施形態と同様とする。図１２に、封止
装置の概略断面図を示す。同図において、貼り合せ室、密閉手段、真空排気手段、及びガ
ス導入手段の記載は省略した。
【０１０７】
　真空吸着装置は、真空吸着孔２９、吸着バルブ３０、真空吸着ポンプ３１、吸着リリー
スバルブ３２、及びリリースガス３３から構成されている。
　真空吸着孔２９は、下定盤１７に設けられており、下定盤１７の封止基板側の面に向け
て開口する複数の開口部を有する。複数の開口部はそれぞれ吸着バルブ３０を介して真空
吸着ポンプ３１に接続されている。また、複数の開口部は、それぞれ吸着リリースバルブ
３２を介してリリースガス３３にも接続されている。リリースガス３３は、水分濃度１ｐ
ｐｍ以下の窒素ガスなどとされる。
　また、吸着面に第２実施形態で説明した多孔質の弾性シートを併用しても良く、より真
空吸着が容易となる。
【０１０８】
　本実施形態では、貼り合せ室に封止基板を搬入させ、下定盤上に移動させた後、吸着バ
ルブ３０を開放し、真空吸着ポンプ３１により封止基板１を下定盤１７に吸着させる。そ
の後、素子基板６を貼り合せ室に搬入させ、位置合わせする。そして、第２実施形態と同
様に脱泡工程以降の工程を実施する。すなわち、吸着バルブ３０を閉じ、真空排気による
脱泡を行い、圧力調整し、基板を圧接する。次に、ガス導入工程にて基板を大気圧に戻す
と同時に、リリースバルブ３２を開放し、リリースガス３３を大気圧まで導入し、封止基
板１を開放する。その後、上定盤１８を上昇させて、貼り合せた基板を搬出する。
【０１０９】
　本実施形態によれば、下定盤１７は加熱手段２３により予め加熱されているため、封止
基板１は下定盤１７により良く密着する。これにより、封止基板１への熱伝導効率が向上
するため、充填剤２などを、短時間で十分に均熱化させることができる。これにより、有
機ＥＬパネルの生産性が向上する。また、圧接工程の前に充填剤などの粘度を十分に低下
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させておくことができるため、素子へのストレスを低減でき、品質及び歩留りが向上する
。
【０１１０】
　なお、本実施形態は、第１実施形態と組み合わせても同様の効果を得ることができる。
【０１１１】
〔第４実施形態〕
　本実施形態は、第１実施形態の封止装置の構成に、ガス加圧機構及びガス圧力調整機構
が追加されたことを特徴とする。また、本実施形態に係る封止装置は、第３実施形態と同
様に真空吸着機構を備えている。特に説明がない構成に関しては、第１実施形態と同様と
する。図１３に、本実施形態に係る封止装置の概略断面図を示す。同図において、貼り合
せ室、密閉手段、真空排気手段、及びガス導入手段の記載は省略した。
【０１１２】
　ガス加圧機構は、上定盤孔３４、噴出バルブ３５、及び加圧ガス３６から構成されてい
る。上定盤孔３４は、上定盤１８に設けられており、上定盤１８の素子基板側の面に向け
て開口をする複数の開口部を有する。複数の開口部はそれぞれ噴出バルブ３５を介して加
圧ガス３６に接続されている。噴出バルブ３５と加圧ガス３６との間には、ガス圧力調整
機構として圧力制御器３７が設けられている。加圧ガス３６は、水分濃度１ｐｐｍ以下の
窒素ガスなどとされる。また、複数の開口部は、それぞれ吸着バルブ３８を介して真空吸
着ポンプ３１にも接続されていても良い。真空吸着ポンプは、下定盤の真空吸着機構と共
通であって良い。
【０１１３】
　本実施形態では、貼り合せ室に封止基板１を搬入させて下定盤上に移動させた後、吸着
バルブ３０を開放し、真空吸着ポンプ３１により封止基板１を下定盤１７に吸着させる。
次に、素子基板を６貼り合せ室に搬入させ、位置合わせし、保持する。次に、真空吸着バ
ルブ３０を閉じ、脱泡を行い、圧力調整し、上定盤１８を下降させて基板を圧接する。
【０１１４】
　次に、ガス導入工程にて基板を大気圧に戻す。このとき、圧接した状態を維持したまま
、３５噴出バルブを開放し、圧力調整器により所定の圧力に調整された加圧ガス３６を、
上定盤孔３４から噴出させる。これにより、上定盤１８と素子基板６の間にガスの層が発
生する。
【０１１５】
　例えば、上定盤１８が１０ｋＰａの荷重で基板を圧接していた場合、貼り合せ室内の圧
力より１０ｋＰｓ高い圧力のガスをガス加圧機構によって導入すると、上定盤１８は僅か
に浮き上り、素子基板６の外周の隙間からガスが漏れる。素子基板６と浮き上った上定盤
１８との隙間には加圧されたガスが充満し、上定盤１８の荷重に近い荷重で、素子基板６
の面を均一な圧力で加圧することになる。第１実施形態から第３実施形態では、上定盤１
８の加圧点が定盤の中心となるが、本実施形態によれば、加圧点を上定盤周辺とすること
ができる。特に大型基板の場合、定盤の加圧点は定盤周辺であることが望ましい。
　更に、第２実施形態で説明した多孔質弾性シートを併用することにより、加圧ガスの密
閉性が向上し、より均一加圧の効果が高まる。
【０１１６】
　次に、ガスの層を発生させた状態で、固定剤５に紫外線を照射し、圧接された基板を仮
固定する。その後、噴出バルブ３５を閉じ、上定盤１８上昇させて、貼り合せられた基板
を搬出する。
【０１１７】
　また、上定盤孔３４は、真空吸着機構と同じであり、真空吸着バルブ３８を真空吸着ポ
ンプ３１に接続することによって、素子基板６が搬入された時に、上定盤１８に真空吸着
させることもできる。それにより、素子基板６が搬入された時に、上定盤１８に真空吸着
させることもできる。但し、その真空吸着機能は、貼り合せ室を真空排気する脱泡工程ま
でである。
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【０１１８】
　本実施形態によれば、素子側の定盤に真空吸着機構と同様の機構を設け、圧力調整され
たガスを定盤から噴出すことにより、素子基板にパスカルの原理に従って単位面積当たり
に均等の荷重を印加することができる。それにより、基板や定盤のうねりを吸収しながら
圧接することができるため、均一な封止厚さが得られ、有機ＥＬパネルの高品質化及び歩
留り向上の効果が得られる。本実施形態は、特に基板が大型になった場合に好適である。
【符号の説明】
【０１１９】
１　封止基板
２　充填剤
３　吸湿剤
４　シール剤
５　固定剤
６　素子基板
７　陽極
８　有機発光層
９　陰極
１０，２４　貼り合せ室
１１　仕切り弁
１２　排気バルブ
１３　真空ポンプ
１４　ベントガス
１５　ベントバルブ
１６　圧力計
１７　下定盤
１８　上定盤
１９　昇降機構
２０　ＵＶ透過孔
２１　ＵＶ透過窓
２２　スポット型紫外線照射ランプ
２３　面状ヒータ
２５　インナーチャンバー
２６　真空シール
２７　弾性シート
２８　基板搬出入口
２９　真空吸着孔
３０，３８　吸着バルブ
３１　真空吸着ポンプ
３２　吸着リリースバルブ
３３　リリースガス
３４　上定盤孔
３５　噴出バルブ
３６　加圧ガス
３７　圧力制御器
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